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Изучены формирование, электрофизические и оптические свойства пленок меди и ее силицида при различных режимах устройства магнетронного распыления. Скорость осаждения атомов меди определялась с помощью установки радиочастотного магнетронного распыления (РЧМР) с режимом импульсного тока D=70% и частотой 100 кГц. По мере увеличения расстояния между целью и основанием наблюдается параболическое изменение скорости погружения. Расстояние между мишенью и подложкой равно максимальной скорости осаждения 80 Å/сек при d=88 мм. Скорость осаждения РЧМР зависит от расстояния между подложкой и мишенью и используется при формировании тонких пленок силицида меди. Видно, что скорость осаждения ионов Cu из медной мишени методом DC магнетронного распыления практически одинакова в широком диапазоне от 33 мм до 142 мм (рис.1) [1,2].
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Рисунок 1. Зависимость скорости напыления медной мишени, полученная разными методами, от расстояния от основания до мишени.
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